
 

 

 

 

 

3D 整合與貴金屬分析儀聯合研討會-Section1 

青騰國際與山衛科技共同舉辦小型技術研討會，活動中將分享： 

3D 整合流程在珠寶產業的趨勢 / 貴金屬分析儀發展趨勢及選用要領 

敬邀各位前來一同參與！ 

 

時間：2014/11/22  11：00 ~ 12：00 

地點：世貿一館 D22 / TWTC Exhibition Hall D22 

分享者： 1. Gravotech Marking Director 3D CADCAM 

softwareType3 - Philippe Blache 

 

2. Samwell Testing Inc. - Penny Hong  

 

 

 

 

 

 

 

 


